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HEAT SINK COMPOUND 
Voor thermische koppeling en warmteafvoer 
 

1. ALGEMENE OMSCHRIJVING 
Samenstelling om de thermische geleiding en de efficiënte warmteafvoer van 
elektronische onderdelen te vergroten. 
 

2. EIGENSCHAPPEN 
• Hoge thermale geleiding  
• Uitstekende buffer tegen vocht  
• Weinig metalen onzuiverheden 

 
3. TOEPASSINGEN 

• Printplaten 
• Elektronische onderdelen 
• Regeleenheden 

 
4. INSTRUCTIES 

• Breng de pasta aan op een schoon en droog oppervlak 
• Voorkom vermenging met andere producten. 
• Gebruik het product nooit op apparaten die onder spanning staan. 

 
Conform EG-verordening nr. 1907/2006 art. 31 en wijzigingen is er voor alle CRC-producten 
een veiligheidsinformatieblad (SDS) beschikbaar. 

 
5. PRODUCTGEGEVENS 

Vorm: pasta. 
Kleur: wit 
Geur: karakteristieke geur 
Dichtheid  bij 20 °C: 2,3 g/cm3  
Bedrijfstemperatuur:  -50 °C tot 300 °C 
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6. VERPAKKING 

Tube:  20 g  
100 g  

 
Alle verklaringen in deze publicatie zijn gebaseerd op toepassingservaring en/of laboratoriumtests. 
Wij raden aan om onze producten voorafgaand aan het gebruik onder reële omstandigheden te 
testen, gezien de grote verscheidenheid aan apparatuur en omstandigheden met daarbij de 
onvoorspelbare menselijke factor. Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt, maar zonder 
expliciete noch stilzwijgende garantie. 
Dit technische informatieblad is wellicht al geactualiseerd, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen, 
beschikbaarheid van componenten of nieuw opgedane kennis. De laatste en enige geldige versie 
van dit technische gegevensblad wordt u op verzoek toegezonden en is te vinden op onze website: 
www.crcind.com.  
Wij raden u aan om u op onze website voor dit product te registreren, zodat u automatisch de 
toekomstige bijgewerkte versies ontvangt. 
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